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Esta invenoién se relaciona con un método de -
‘preparacidn de une superficie polimera al objeto de pro«'
porcionar caracteristicas de adherencia ma;oradas pare
revestimientos ulteriormente aplioadoa-de metales, pig-

mentos y‘éimiléres.'
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En el método descrito en la presente memoria, una ié-

mina metédlica sacrificial se adhiere inicialmente poxr calor y

presién a la superficie de un sustrato polimero que finalmente

|se hae de chapar con metal o revesiirse db otro modd. la lémina

met4lica sacrificial se arranca quimicemente o se disuelve de
la superficie del sustrato, y el revestimiento de acabado se
aplice después, Este invento se refiere gl perfeccionamiento
en el procedimiento anterior, que se obtiene combinando con
las fases de elagboracién indicadas anteriormenteﬂ una fase de
arranque gquimico sup}ementario que pone en condiciones de mayor
eficacia la superficie del polimero para una buensa adherencis

de la capa o recubrimiento aplicade ulteriormente. El perfec-

cionamiento obtenido por la combihacién de lo qué en la presen=—

te memoris seAdenomina arranque quimico se evidencia no sola-

mente por las superiorea resis%enciés de aglutinemiento o cone
tra el desprendimiento que se obtienen entre el sustrato y el

recubrimiento de acebado, sino que de un modo més especial se

evidencia por la mayor consistencia y uniformidad de dichas

registencias de aglutinamiento. Este dltimo factor es especial-

{ mente importante para asplicaciones précticas donde no es posi-

ble trabajar en condiéiones idegles, como les obtenidas en
laboratorio, respecto a limpieza superficial, temperaturas y
concentraciones del bafio uniforme y el nimero relativameﬁte
pequefio de piezas gue se someten gl tratamiento de una vez.
Segin la tecnologie anterior, la lémina metélics
sacrificiel que se eglutina gl sustrato del polimero se eliminﬂ
sometiendo el compuesto a una operacién quimica de arrsnque

o disolucién hasta que han desaparecido todas las trazas vi-

I
i

sibles de la lémina metélica original., Cuando se treta de 1lé-

minas de aluminio, -que en general es el metal sacrificial
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préctico que se emplea desde un punto de vista econémico, se
utiliza en el bafio mordentador un 4cido, por ejemplo clorﬁi-
drico, o un hidréxido de metal alcalino fuerte, por ejemplo
hidréxido sédico. Cuando el sustrato queda evidentemente

exento de trazas visibles del metal sacrificiaml, se melars

¥y el se ha de chapar de una forma no electrolitica, se acti-

va por procedimientos conocidos. i

Lg fase aficionsl que ha demostrado shora un perfecﬁ
cionamiento notablé regpecto él.prqcedimiento énteriof, com- ;
prende someter el sustrato, arraencado por 4eido o &loali, a i
un tratamiento quimico mdicional. Se postula que, mientras f
que la operacién de arranque prineipal por écido o lcali es |
eficaz para remover metal visible, permanece ain asi, sobre 17

superfieie del polimero, trazas de 6xido metdlico empotrado

de la oxidacién netural o la anodizacién expresa de la lémina

meté}ica antes de su aplicacién a la superficie del sustra-

to. Iratando la, superficie del pléstico, despiés del arranque
del metal en la solucién normal de Acido o 4leali, con una ;
solucién quimica suplementaria especificamente idénea para i
eliminer las trazas de éxido metdlico, se produce un agluti-
namiento superior entre la superficie del plAstico y uns pe-
1{cula de revestimiento de metal o pigmento aplicada ulte-
riormente. A pesar de que es posible, si se da suficiente
tiempo, emplear el bafio de arrangue quimico normal paras eli-
minar el 6xido metélico asi como el proplo metel, la eficacie
de dicho procedimiento es deficiente y el empleo de una fase
suplementarié pare atacar el 6xido de un modo més especifico

eg definitivamente preferible. Las soluciones acuosas de &ci-

do fosférico o las sales de pirofosfato solubles son los com-
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-ciones de preferencia son el empleo de Acido fosférico aproxi- ! A

,madamgnte'al 454 (peso) a 71, 1eC, por’ espacio de unos 5 minu-

trato después de la fase de arranque quimico del metal normal.

Segfin se ha sugerido anteriormente, se cfae-ahora que el tra-

empotraﬂo'en la superficie del sustrato durante el proceso de
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puestos preferibles, La concentracidén de estos materiales en L)

lucidn variard segin sea la temperatura 'de funciénamiento del
bafio asf como la duracién de tiempo en dicho vafio. Las solucio-
nes de 4cido fosférico de tan s0lo un 4% (peso) a una temperaty
ra de 65,520, dan resultados adecuados en unos 15 minutos. Una
solucidn al 50% (peso) de Acido fésfdrico a la temperatura am-

bients de resultados equivalentes en unos 5 minutos. Las condi-

os.

7 Se afirmg que los’resultgdos me jJorados obtenidos por
éi bfécedimiénto expuesto a continuecién, segin: se desecribe en
la presente memoria, se deben a la elimihacidn}&e las frazas

de ox@&os metélicos que se adhieren & la superficie del sus-

Se consigue una cierta evideneia que apoye esta afirmacién exa-
minando impresiones de exploracién al microscopio electrénico
de la supe}ficie del substrato. '

El mecanismo del tratamiento quimico suplementario
de un sustrato de polimero, después del arranque quimico de

la lémina met4lica saorificial, no se comprende plenamente.,

temiento suplementario elimins probablemente el 6xido metdlico

residual presente originalmente sobre'el metal anodizado y

leminacién y es relativamente més resistente al mordentado
quimico normal que el propio metal, El examen fotomicrogréfico
de la superficie del substrato despubs de eliminer lg lé&mine

metélica con 4cido clorhidrico muestra una topografia superfi-

~igl continua felativamente lisa., Por oémpafacién, se obaervaré
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que la superficie del sustrato, al tratarse adicionalmente con‘

fcido fosforico, representa una red altemente complicada de i
fisuras y resquebrajemientos que estén "énmascarados" hasta qué
la suﬁerficie ha sido tratada de dicho modo. Parece probable

que estas fisuras sean las impresiones de la superficie de me-

tal anodizado causaedas al prensar en dicha superficie contra

a superficie del polimero en el proceso de leminacién. In los:
yanales de epoxi-vidrio, la profundidad de las fisuras paréce E
¢lcanzar hasta unos 10.000 angstroms, mientras que el Area de !
J08 splientes o capas superliores de las celdillgs definidans poX
las fisuras alcanzan en didmetro de tan so}o 100 angstroms
hasta 10,000. Por los datos de i&vestigacidn disponidbles, pa-
rece sger que para fines précticos, es precisa una profundidad !
minima de fisura de :200 angstroms para el aglutinamiento, pero:
la gama 6ptima parede ger algo superior, v.g., una profundidad
de 2.00C a 4.000 angstroms. '

El invento descrito en la presente memoris se iluatré
adicionalmente por los ejemplos que siguen, que comparen los
resultados obtenidos empleando el procedimiento de la teéno- i
logia anterior con los resultados que se obtienen empleando
diversas modificaciones del proceso de invencién.

Tecnologia anterior

Un 1laminado de vidrio-epoxi que tenla un revesti-

Por un método como el descrito en le patente Estadounidense Ne
3.620.933, ejemplo I, Este comprende emplear una lémina de
aluminio con un espesor de gproximadamente 0,050 mm y sumer-
girla en un bafio alcalino limpiedor por espacio de 5 minutos

e unae temperatura de 87,72C para eliminar la suciedad y el

aceite superficiales. La lémina de aluminio limpia se morden—
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ta entonces ligeramente en una solucién de difIuoruro aménico
a la temperatura embiente, durante 3 minutos, como medida pro-
liminar al tratamiento anédico en un bafio electrolitico gue
contiene Acido fosférico (10% en peso) por espacio dé 10 minhu-
tos, a una densidad de corriente de 1 emp/dm?, y a une tempe-

ratura de 43,200,

Egta léming de gluminio tratada de una forms anédica!

se coloca entonces en una prensa de laminecién sobre planchas
;apilaéas (v.g. en ntmero de 8) de resina epoxi de etapa B,
| reforzada con fibras de vidrio, teniendo cada plandaun espe-
sor de aproximedamente 0,101 mm. Una tira de désprendimiento,
como puede ser una hoja de celoféh, se coloca entre la resina
epoxi y el plato de la prensa para evitar la adherencia duran-
te la operacién de curacién. La prensa, previemente calenta-
da a una temperatura de 176,620, se cierra y los comppnentea
laminedos se precalientan a una presién de aproximadamente
0,35 Kg/an® durante 30 segundos, después de lo cual se eleve
la presibn a 17,57 Kg/cm2 y se continda la curacién a lg mie~
‘ma temperatura por espacio de 15 minutos. El compuesto resul-
tante es un sustrato de resina dura, infusible, que 1leva‘1a
1l4nina de glumino édherida permenentemente g su superficie.
Este laminado de revestimiento de aluminio se limpia
entonces discrecionalmente de cualquier suciedad superficial

y se sumerge, se rocia o se pone de otro modo en contacto con

unea solucién mordentadors capaz de disolver todas lag trazaes

vigibles de la lémina de aluminio. Segin se deacribe en el

ejemplo VII de la patente Estadounidense mencionada N 3.62093?,

cuelquiera de las soluciones mordentadoras de aluminio emplea-

das normalmente, cpmo.el écido clorﬁidr;co (10-40% en volumen)

0 hidréxido de metal alcalino (5-20%'en peso), resultan eficac 3,

i
!
§
!
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‘normalmente de unos 5 minutos a la temperatura preferible.

Ias condiciones de tratamiento normales comprenden una temperaW
tura de la solucién de unos 26,6 a 82,29C, preferiblemente

de unos 37,7 a 54,49C durante periodos de 2 a 30 minutos, pero

Cuando el susirato queda visiblemente exento de lémina de alu-
minio, se aclara en aguas €omo mediga preparatoria para la fase

siguiente. Si el sustrato se ha de chapar con un metal, se aot;

va entonces para la deposicidén metdlica no electrolitics. En ;
este ejemplo, el procedimiento empleado es el llamado téonica i
de activacidn moncetapica descrita en la patente Estaﬂouniden—j
ge N® 3.532.518, Ejemplo I. Esta ¥écnica comprende sumergir elg
sustrato en un activador hidrosol de cloruro estannoso-paladio
en solucién, preparaﬂa segin las ensefianzas de la patente men-
ciongeda, durante‘unos 3 minutos a la temperatura ambiente; aclg
rar culdadosamente y desgpués sumergir el susirato en una so;u~
¢ién aceleradora de 4cido fluobdrico; aclarar de nuevo y dea-
pués colocar el sustrato en une solucién de cobreado no eiectng
1{tico comercial (v.g.,"METEX 9030%, de MacDermidAIncorporated,
o equivalente) por espacio de unos 20 minutos a la temperaturar
ambiente; y aclarar finalmente y electroplastiar un depésito
de cobre adicional hasta alcanzar un espesor.de aproximadamenﬁe
25 micras. El sustrato chapado se seca y se somete degpués a 1
aceién de estufa a ung tempefatura de 148,8¢C pbr espacio de
una hora.

Las pruebas de adherencia realizadas en dicho produc-
to, empleando la técnica normal de medir la traccién sobre uns
tira de 25,4 mm de anchura de metasl pelado desde la superficie
y con uns traccién de 902 respecto a dicha superficie, dieron
un velor promedio no superior a 94,25 Kg/m lineal.

Como modificacién del procedimiento anterior, ls ac-
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7'contacto de otro modo, con una solucién de &cido fosférico al

{73,92C por espacio de unos 5 minutos. Después el sustrato se
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tivacifn de los sustratos para la deposicidén no electrolitica
por el llamedo método de siembra de clorqu de paladio y sen-
gibilizacidn por cloruro eétannoso'"biétapico", en lugar del

procedimiento de activacién monoetapico mencibnado, no produ-

 ce diferencia notable en los resultados de registencla gl des=

prendimiento.

Lo expuesto anteriormente se ofrece para comparase

con los ejemplos que siguen, cuyos ejemplos ilustran diversas
'vériaciones del propedimiento de la invencién.
: ~ Ejemplo 1 '
Se repitié el procedimiento de la tecnologlas anterior
en lo que se refiere a la fase de arrancar todas las trazas

viaibles de la lémina de aluminio sadrificial de sustrato de

Al contrario que en el procedimiento descrito enteri
ﬁente, le fase siguliente en la operaclién comprendia un trata-
miento quimico aedicional o suplementario del sustrato. La fa=

ee en cuestién consistia en sumergir el sustrato o ponerlo em
45% (peso) y a une temperaturs comprendida‘entre T1,12C y

aclaré en agua, y se lavé por espacio de 1 minuto en una solu-
c;én al 307 (volumen) de écido 6lofhihri%o a la temperatura
ambiente, y después se activé y se chapé, siguiendo las fa.sma"I
?or;eSpondientee del procedimiento anterior, incluido el estuf
fgdo.

En este caso, la resistgncia de la adherencia por
“érmino medio del depbsito del revestimiento respeocto al sus-,

traro era aproximasdemente de 150,8 a 169,65 kg/m lineal.

Ejemplo 2
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wesistencia al desprendimiento obtenida.

: priméro la solucién de pirofosfato por espacio de 5 minutos, ¥y

- los aspectos, a excepcién de que en lugar de cobrear por qui-

Se repitié el procedimiento del ejemplo 1 en todos lqs
aspectos, a excepcién de que en este.caso el tratamiento su- ]
plementario con-bcido fosférico se mantuvoe por espacio de 10 :
minutos a la misma temperatura (71,12C a 73,92C). La resisten~
éia gl desprendimiento resultante en el producto del reves-
timiento alcanzé un promedio de 131,95 a 169,65 Kg/m lineal,.

' Ejemplo 3
_ Se sigué exactamente el procedimiento del ejemplo 1,
a éicepcién de que en lugar de utilizar 4cido fosférico én

la fase de tratamiento suplementaria, la solucidén contenia

pirofosfato potésico en una concentracién de 200 g/1itro. El
tiempo de tratamiento y las condicionés de temperatura fueron
iguales que anteriormente. La resigstencia al despxendiﬁiento
obtenidas fué de nuevo de 131,95 & 169,65 Kg/m lineal.

o Se efectué el mismo experimento pero se aumenté el
tiempb de inmersién del sustrato en la solucién de pirofosfato

2 10 minutos. No se produjo ung diferencia apreciable en la

Ejemplo 4
Se repitié el procedimiento del ejemplo 3, a excep-

¢ién de que el tratamiento suplementario consistia en utilizar

después emplegr la solucién de &cido fosférico durante 5 minu-
toa, El promedio de resistzncie al desprendimiento obtenido
fué de 113,1 a 169,65 kg/m lineal.

Ejemplo 5

Se repitié el procedimiento -del ejemplo 1 en todos %

mioplastia el sustrato tratado y activadb, se niquelé por qui-

mioplastia empleado.un bailo de niquél no electrolitico comer-
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resistencia gl desprendimiento en este caso era de 94,25 a

' 113,10 kg/m lineal.

‘| nuevo el procedimiento'del ejemplo -1, j;ero en eéte cgso los suse

| tratos empléados ersn leminados a base de pepel fen6lico, que

| en el tratemiento suplementario por las diversas compoeioib—,

| nes mordentadoras indicadas a contimacién

Matérial mordentador Resistendia al despredimient
(Kg/m)
FR-2 FB-4

| NeOH (g/1), 65,5°C, 5 min, 56,55-113,10  131,95-169,65

Acido sulfirico crémico,

65,590, 5 min. (1 parte de

.cada’por 2 partes de agua,

en pesc) ' 56,55=T5,40 75,40=94,25

NaON (50g/1), 65,59C, 5 min.,  37,70-56,55 = 75,40-94,25

- 10 -
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. f , :
ciel (v.g., "Mecuplex 9340", MacDermid Incorporated). A este

tratamiento siguié un cobreado 4cido electrolitico para obbte-

ner un depdsito de cobre de 25 micras como anteriormente. La

Una pruebe similar, donde se deposité niguel brillen«
te electrolitico comercial (en lugar de cobre) sobre el niquel
quimioplastiado, no demostgé cambio alguno en la'resistencia
al deapredimienfo. '

' Ejemplo 6

Se realizé una serie de experimentos,. siguiendo de

se obtiene en el mercado como FR-2. Los paneles FR-2 dieron
valoreé derfgsistencia al desprendimieﬁto de 169,65 é 188,50
ngh lineal, |
| ' Ejamplo 1
Se siguié el procedimiento del ejemplo 1, empleando
paneies'FR-2'y FR§4 ¥y sustituyendo tembién el écido fosférioco

3in mordentador suplementario menos. de 56,55 5 1onos de
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Se siguld de nuevo el protedimiento del ejemplo 1,

empleando un sustrato de vidrio-epoxi, a excepcién de que en

este caso la lémina de aluminio sacrificial se anodizé en &oi-
do sulfdrico en lugar de hacerlo en &cidéd fosférico. ILa 6pera~
clén de enodizacién consistia en sumergir la lémina de alumi-
nio en una solucién de Acido sulfirico al 107 (en peso) 2 una
temperatura de 54,42C durante 4 minutos con una corriente no-

minal anodizante de 15 A.S.F. todas las demds fases de la ope-
racién fueron las mismas que anteriormente, a excepcidn de que
el sustrato se quimioplatié en primer lugsr con nigquel ("Ma~

cuplex 9340") seguido de electroplastia con cobre 4cido haste q%
cangar un espesor de 25 micras. La resistencia al desprendimien

to en los panales tratedos de este modo alcanzé un promedio de

188,50 Kg/m lineal,
Ejemplo 9

Se prepgré un compuesto de lémina de'aluminiq anodi-
zado con 4cido sulfirico y sustrato de vidrio-epoxi segin se
describe en el ejemplo 11. La lémina de.aluminio ge arrancd
en fcido clorhfdrico al 30% y el sustrato resultante se su-
mergié en una solucién de hidréxido sédico acuoso (25 g/1)
durante 3 minutos a 65,5¢C. Entonces el sustrato se quimio-

IO

plastié, igual que anteriormente, con niquel, seguido de electr
plastia de cobre ééido para obtener un espesor de depbsito de
25 micras. Después de un estufado a 148,82C por espacio de una
hora, la adherencia del metal al sustrato era de 131,95 kg/m
lineal. A
| Ejemplo 10
- El procedimiento ilustrado en los ejemplos anteriérea

empleando sustratos de resinas termoendurecible es apliocsble
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| recubrimiento completamenie uniforme del sustrato por el niquel

| pero eficaz del fluoruro soluble para realzar el efecto del

.| mordentado. En general, la concentracién de iones fluoruro pue%
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también a los sustratos termoplésticos como es el ABS, Pare

ilustrarlo, se empleé une placa de ABS para formar un compues-

Kg/bmz, 121,120, durante 2 minutos. Este Eompuesto sélgumergié
en fcido clorhfdrico al 40 23,8¢C, habta que se disclvié tode
le lémina de aluminio, y después se sometid a tratamiento su-
plementario con &cido fosférico, como en el ejemplo 2; se acla-
ré, me activé, se quimioplastié con nigquel, seguido de un bafio
de cobre electrolitico fcido hasta alcangzar un espesor de 25
micras. Después de estufado a una temperatura de aproximeda-
mente 93,32C, por espacio de 60 minutqs, la adherencis erg 4dé
169,65 Ke/n. |

Cualquiera de los proéedimientos anteriores ée pue-
den modificar adiciénalmente incluyendo en la operacién de moxr+
dentado supiementar16 un agen%e tensioactivo spropiaedo, por»
ejemplo affiadiendo 0,1% én volumen dfa UCatanac", un agente ten-
sioactivo fabricado por la Americhn Cyanamid y definido en
general como un compuesto smbénico cuaternario. La inclusién

¢e dicho agente tensioactivo ayude en general a asegurar un

¢ el cobre no electrolitico,
Cuando la solucién de arrangue quimico empleada en

le eliminacién de la lémina metélice es &cide clorhidrico, la

solucibn de_arranque'puede comprender una cantidad pequefis f

de ser del orden de 0,2 ¥ a 2,5 M molar.
Seguin se ha indicado anteriormente, la inclusidn de

1a fase mordentadora suplementeria ha demostrado potenéiar de

una forma més positiva la superficie del sustrato del polime-

.
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da ulteriormente. Este tratamiento suplementario es el que
ayude a desarrollar la estructura compleja en la superficie del
sugtrato, segin se representa en la figura 2 de los dibunjos,
donde lag fisuras forman capilaridgdes que pareden actuar fuerw
temente absorbiendo las solucioneélaetivadoras a las que se 80—
mete el sustrato de pléstico antes e la quimioplastia., Se oree
que esta red de capilaridades syuda & conseguir un contacto .
més fobimo entre el metal y el sudtrato que es un requisito
previo primordial para una buens adherencia entre el metal y el
polimero. .

Segin ge ha mencionado anteriormente, se obiiene una
cierta edherencia entre el sustrato y el metal gin el empleo
del tratamiento de mordentado suplementario., No obstante,'en
todos eétos cesos, el sustrato debe dejarse en la solucién
mordentadore primaris durante un largo periodo de tiempo a
temperaturas elevadas, lo cual es econémicamente indesegbley
esl como un inconieniente.teniendo en cuenta el efecto perju-
dicial que se produce sobre las propiedades fisicas del sus-
trato. o

| El 4cido fosférico es el material mordentador suple-3
mentario de preferencia, junto con pirofosfatos equivalentes.
Para que sea eficaz, la solucién deberd -ser por lo menos 0,25 !
molar con un limite superior préctico de aproximadsmente 5 mo-
lar. Eato correSponée a soluciones que contienen del 4% al 75%
(en peso) de &cido fosférico. Segin se ha indicedo anteriormen-
te, el hidréxido sédico funciona también pero su uso con sus—
tratos de papel fen6lico no es definitivamente preferible debi-

do al mordentado excesivo de dicho sustrato.

Parece ser que en luger de emplesr uns fase quinica
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-'ejemplb,'se'puede aﬁadir dcido fosférico al batio normal de-

| tretamtento bietépico es preferible desde un ‘punto de vista €qg

| e1 ndmero 291.717, acogiéndose por lo tanto a los banaficios

' lo.que.constituye le esenclia del referido invento y por lo

GRAFICAS DB UN SUSTRATO DE PLASTICO PARA LA AHHERENCIA AL

| de las fases de formar inicialmente por calor y. presién un la-

- 14 -
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suplementaria para asegurar un desarrolb satisfactorio de la

réd conveniente de fisuras en el sustrato del polfmero, se
puede utilizar una combinacién de productos quimicos en una

sola fase de arranque pare conseguir un efecto similar. Por
arranque quimico por 4ecido elorhidrico, A peéar de todo un

némico,

Descrita suficientementg la naturéieza del invehto;
as{ como la maners de realizarlo en la p;éctica, debe hacer-
Be conatar'gué lag disposiciones antéribrmen%e indicedas, son-
suéoepﬁiblea de modificaciones de detalle e@fcuanto no alte-
ren su principio fundamental. También se hgcé congstar que el
invento corréapopde a2 una Solicitud de Paméﬂte, presenteda

enfﬂbﬁteaméricé, con fecha 25 de Septiembre de 1q972,'bajo
que concedén los Convenios Internacionales en vigor, siendo .

que se solicite Patente de Invencién por 20 afios en Espafig,
sobre- PROCEDIMIENTO PARA MEJORAR IAS. GARﬁGTERISTIGAS QOPO-

MISHMO DE UNA,PELIGULA DE REVESTIMJIENTO PBRMANENTE; caracte=-
rizéndose por lo eiguiente: ‘

: 1. Procedimiento para mejorar laaAcaracteriaticas
topogréficas de un sustrato de pléstico para la adherencia . al

ﬁismo/de una peliocule de revestimiento permanente, gue compren-

hinéﬂo del sustrato &e pléstico y una léming metdlica sacri-

ribial_qne tlene una superficie oxidada encarada ai sustrato;



10

15

20

30

acuosa de un fosfato eficasz para eliminar todad las tragas de-
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y separar o arrancer después dicha lémina metélica sacrificial

del laminado asi formado por tratamiento en una solueién mor-
dentadora acuosa eficaz para disolver dicha lémina metélice sa-
crificial; caracterizado porque dicho tratamiento comprende, 1
bien durante la eliminacién de dicho métal o bien después de

dicha eliminacién pero antes de cualquier otro tratamiento, .

someter dicho sustrato a una solucién aocuosa de fosfato.
2. Procedimiento segin la reivindicacidn 1, carac- ’
terizado porque se separan con una solucién mordentadora
acuosa todas las trazes visibles de dicha lémina metélica sa-
crifipial de 1la superficie del sustrato; se somete entonces

el sustrato de egte modo a un tratamiento en una solucibn

6xido metédlicos de la superficie del sustrato ﬁespués de la

primafa etapa de mordentado; se enjuaga o aclara después y se

qplicé diche pelfculas de revestimiento permanente.
3.Procedimiento segiin la reivindicacién 2, caracte~

rizado porque dicha lémina de metal sacrificial es lémina de

aluminio snodizado en 4cido fosférico o sulfirico, y dicha ,
solucidn acuosa eficaz para eliminar las trazas de 6xidos
metédlicos contiene un material de fosfato elegido del grupo
consistente en 'doido fosférico y pirofosfatos de metales al- '
calinos y amonio.

4. Procedimiento segin la reivindicacién 3, carac-
terizado porque la concentracién de éicho meterial de fosfato
es de por lo menos 0,25 molar aproximadamente.

5. Procedimiento segiin la reivindicacién 3, carac-

terizedo porque el tratemiento de mordentado suplementario

ge continfa por espacio de 3 minutos-a 15 minutos, a wna tem-

veratura de la solucién del orden de 26,68C a 82,29C, con una
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Aque se ha anodizado en una solucién de 4cido fosférico acuoso

. para producir una pelicula anodizads de por lo menos 200 Angs-

| de éciﬁp fosférico acuoso al 45% (peso) a‘una temperatura de

‘71 190, por espacio de 5 minutos.

| terizado porque dicha fase de separacién'supl&mentaria compren|

| rizado porgue dicho, tratamiento en la citada splucién chus wrm
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concentracién de fosfato equivalente a uns gama del 4% al 75%

lpeso) de Acido fosférico.

6. Procedlmiento gsegin la reivindicacién 2, caracte-
rizado porque diche lémins met&lica sacrificisl es aluminio

troms de espesor, y porque. dicho laminado de sustrato de plée-
tico ¥y lémina de aluminio anodizado se pone en contacto con
una solucién mordentadora de &cido clorhfdrico paraseparar
dicha lémina de eluminio, y porque dicho sustrato tratado de

este modo se trate de una forma suplementaria en una soluoidén

7. Procedimiento segin la reivindicaoién 2, carac-

de sumergir el sustrato de pléstico, sometiendo a dicha sepa-
racién qpimicé reguler, en una solucién céustica acuose de un
hidréxido de metal alcalino. - .

8. Procedimiento segin 1& réivindiéécién T oa;acté-
rizado porque dicho hidroxido de metal sloalino es sédico o
pdtésico en una concentracién de aproximsdamente 10 a 100 ga/
1itro, sumergiéndose dicho sustrato en la citada solucién du:qg
te uﬁ periodo de por lo menos 36 gsegundos hasta unos 10 minue
tos a una temperatura del orden de 37,720 a 82,20€,

9. Procedimiento segin la reivindicacién 7, caracte-

tica _acuosa ve seguido inmediatamente de la inmersidn del

eitado ‘sustrato de pléstico en una solucién acuose de écido

fosférico.
10, Procedimiento segin la reivindicaciénf1, carac= -
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terizado porque dicha lé4mina de aluminio sacrificial se sepera

¢e dicho sustrato en una solucién de &cido clorhidrico que
contiene una cantidad pequefia pero eficaz de ién fluoruro.
11. Procedimiento para mejorar las caracteristicas
topogrificas de un sustrato de pléstico para la adherencia al
mismo de una pelicula de revestimiento permanente, tal ¥ como

queda sustancielmente descrito en la presente Memoria

Esta Memoria consta de 17 hojas esoritas g mé.quina

POY una sola cara. i

Madrid, ‘08 ma ’m

MacDERMID INCORPORATED

gmavl ACTIE Y MOUEY
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